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中国电子材料行业协会 
 

中电材协（2016）第 11 号 

 

关于开展“第十一届（2016 年度） 中国半导体创新产
品和技术项目”评选活动的通知   

 

会员单位及有关单位： 

历经十年的中国半导体创新产品和技术评选活动，已经成为反映中 

国半导体产业创新的晴雨表和风向标。在“十三五”开局的 2016 年，

中国的半导体产业围绕“中国制造 2025”、“互联网+”等一系列国家战

略的实施，创新发展取得新的进展，面向云计算、大数据、物联网、智

能硬件、智能制造等新兴领域的产品和技术创新取得新的突破。为持续 

提升半导体产业链核心技术创新能力，加快从单点技术和单一产品的创 

新向多技术融合的系统化、集成化创新转变，中国半导体行业协会、中

国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会与中国电子报社将继 

续联合举办“第十一届中国半导体创新产品和技术项目”评选（2016 年 

度）活动。 

一、 评选范围和条件  

评选范围为半导体产业的创新产品和创新技术，包括集成电路、分

立器件(半导体功率器件、光电器件)、MEMS、半导体设备和仪器、半导 体

专用材料。 

评选条件如下：  

1、产品或技术的研发主体是在中国注册的企业或事业单位，主要研 
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发工作在中国内地完成；  

2、产品或技术拥有自主知识产权，具有创新性和先进性；  

3、产品或技术已经得到实际应用，在产业化方面已取得一定进展； 

4、产品或技术在国家有关部门受理或授权的相关专利时间在 

2014-2016 年度；  

5、已被评为“中国半导体创新产品和技术项目”的产品和技术不再

参评。  

二、 评选步骤与办法  

“第十一届（2016 年度）中国半导体创新产品和技术项目”评选活 

动程序，按推报候选产品或技术、确定候选项目、投票评选、颁奖典礼

和媒体宣传等五个步骤进行。  

1、候选产品或技术的申报及推报  

会员单位可以自荐本单位产品或技术参选；非协会会员单位可由中 

国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协

会、中国电子报社或地方半导体（集成电路）行业协会推荐。  

2、确定候选产品或技术  

评委会秘书处对所有推报项目的材料进行审核、整理、汇总，将符

合推报要求的产品或技术项目提交评委会。 评委会根据推报项目的具体

情况，综合考虑评选条件的要求，确定最终的候选产品与技术。  

3、投票评选  

评委会召开评审会，听取秘书处对候选产品情况的说明；审看候选 

产品相关背景资料；对候选产品或技术进行讨论和评审，进行无记名投 

票。 当选产品或技术需获得到会评委三分之二以上(含三分之二)的票

数。  

4、颁奖典礼  
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主办方将于 2017 年 3 月，在“2017 年中国半导体市场年会”上举

行颁奖典礼。  

三、活动宣传 

主办单位对获奖产品和技术以报告形式报送发改委、工业和信息化 

部、商务部、科技部、财政部等部委的相关司局。《中国电子报》、《中 国

集成电路》和《中国半导体行业信息网》对评选活动和获奖产品及技术

进行专题报道。  

四、评选材料申报方式和报名截止时间 

1、申报材料采取电子版（申报表）与纸质材料并行申报方式。  

2、纸质材料包括：申报表（附件）、产品或技术鉴定、验收和评价

报告，专利受理或授权证书复印件，布图保护登记证书复印件，产品或

技术的用户报告（尽量提供），产品照片，产品商标。纸质版材料一式三

份，在“申报单位”栏内签字盖章，简单装订成册。“推荐单位”一栏空

白，由我协会盖章推荐。 

3、报名截止时间：2016 年 12 月 1 日。 

纸质文件邮寄：北京市朝阳区胜古中路 2 号院 5号楼金基业大厦 716

（100029）  

联系人：袁桐  徐东华 010-64498802  13466786757 

电子版申报表（附件）发送至：yuantong@c-e-m.com；xdh@c-e-m.com 

 

 

中国电子材料行业协会 

                                       2016 年 11 月 7 日 
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附件: 

第十一届（2016 年度） 
中国半导体创新产品和技术项目评选申报表 

 
单位 

名称 
 注册地  

地址  邮编  

网址  

法人 

代表 

姓名  职务  

电话  传真  

手机  电子邮件  

联系人 

姓名  职务  

电话  传真  

手机  电子邮件  

产品名称型号 

或技术名称： 
 

产品或技术类型（请在右边的“□”内打“√”）： 

集成电路产品 □      半导体功率器件 □     光电器件 □    MEMS □  半导体设备和仪器 □        

半导体专用材料 □    集成电路设计技术 □   晶圆制造技术 □    半导体封装技术 □ 

产品或技术的鉴定、 

验收评价机构 
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参评产品及其简要介绍 

（300 字以内） 

 

 

 

 

 

 

创新性描述 

属于原始创新、集成创新和消

化吸收创新三种创新形式中

的哪一种？并说明创新的部

分（800 字以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先进性描述 

产品或技术在国际、国内同行

业中的先进性 

（300 字以内） 
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产品或技术发明专利和自主

知识产权情况 

（300 字以内） 

 

 

 

 

 

 

产品（或技术）的应用范围和

用户情况、市场前景 

（800 字以内） 

 

 

 

 

 

 

 

产品的销售量和销售收入（采

用该项技术形成的销售收入

或技术转让收入）  

（300 字以内） 

 

 

 

 

 

 

 

申报单位： 

 

 

负责人签字： 

 

                 单位签章：   年   月   日 

 

推荐单位：  

 

 

 

 

签章：             年      月     日 

★有关栏目文字超出，可另附页。 


